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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit ei-
nem Mikroschaltkreis (oder integrierten Schaltkreis),
ausgestattet mit duReren Kontaktstellen sowie min-
destens einem anderen Bauelement, darunter ein
auftauchendes bzw. sich Offnung verschaffendes
bzw. miindendes Bauelement wie z.B. eine Anzeige,
ein Detektor (z.B. ein Fingerabdruckdetektor) oder
ein Sender (z.B. ein optischer Sender) das heif’t ein
Bauelement, das von der Oberflache der Karte her-
ausragen bzw. auftauchen muss (ohne zwingend
Uberstehend zu sein).

[0002] Eine klassische Herstellungsart fur eine
Chipkarte, die einen einfachen Mikroschaltkreis mit
Mikroprozessor aufweist, besteht darin eine Vertie-
fung bzw. einen Hohlraum in dem Kartentrager (in der
Praxis aus Plastik) zu erstellen und dort hinein ein
Modul zu kleben, bestehend aus dem Mikroschalt-
kreis mit Mikroprozessor und den mit diesem Mikro-
schaltkreis verbundenen auferen Kontaktstellen.
Man kann sich hierzu auf das Dokument US-6 372
541 beziehen.

[0003] Fur den Fall dass die Chipkarte dazu be-
stimmt ist, ergdnzend zu dem Mikroschaltkreis (der
zusammen mit einer Antenne eine Einheit, Kommuni-
kations- bzw. Verbindungsschnittstelle genannt, bil-
det), ein anderes elektronisches Bauelement, das an
der Oberflache auftaucht, aufzuweisen, wurde im Do-
kument W0O-99/50790 vorgeschlagen, das elektroni-
sche Bauelement Uiber leitfahige Drahte mit der Kom-
munikationsschnittstelle zu verbinden, die so ge-
schaffene Einheit provisorisch an einer ersten Plas-
tikplatte bzw. -karte zu befestigen, eine zweite Plas-
tikplatte auf diese Einheit zu legen, wobei eine Off-
nung entweder in der ersten Plastikplatte oder in der
zweiten Plastikplatte vorgesehene ist, um als Auf-
nahme fur das elektronische Bauelement zu dienen,
dann beide Platten mechanisch verbinden bzw. zu ei-
nem Teil zusammenfigen, indem die Schnittstelle
und das elektronische Bauelement umschlossen
bzw. eingeschlossen werden.

[0004] Diese Methode erfordert spezifische Ausris-
tungsteile um die Einheit vor der endgultigen Fertig-
stellung in der Mitte der Plastikstruktur zu platzieren
und die passenden Offnungen in den Platten auszu-
bilden. Dariber hinaus, missen die Kommunikati-
onsschnittstellen und das an der Oberflache auftau-
chende Bauelement in der Lage sein, die Temperatu-
ren auszuhalten, bei denen die mechanische Verbin-
dung der Platten erfolgt; nun liegen diese Temperatu-
ren bei denen die mechanische Verbindung erfolgt
aber in der Regel mindestens bei 140°C, zum Bei-
spiel im Falle einer Laminierung der Platten wie es
das zuvor genannte Dokument vorschlagt.

[0005] Zudem, schlagen die eine frihere Erfindung
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der Antragstellerin betreffenden Dokumente EP-0
908 844 und US-6 320 753 — eine Chipkarte vor, die
aullere Kontaktbereiche und eine Antenne kombi-
niert, mit einem Mikroschaltkreis, der gleichzeitig
durch Anschlussklemmen an die Antenne und durch
andere Anschlussklemmen an die aul3eren Kontakt-
bereiche angeschlossen bzw. verbunden ist, wobei
die Antenne zwischen einem Trager und einer Platte
angeordnet ist, und die Anschlussklemmen gegenu-
ber entsprechenden Anschlussenden des Mikro-
schaltkreises angeordnet sind. Der Mikroschaltkreis
und die Antenne werden getrennt montiert und man
findet hier den Begriff der Zwischenpositionierung
zwischen einer Platte und einem Trager wieder.

[0006] Eine solche Sandwich-Anordnung findet
man im Dokument EP-0 234 954 wieder, welches
eine Chipkarte beschreibt, gebildet aus einer
PC-Karte zwischen zwei Platten, oder aber auch im
Dokument US-5 412 192 Uber eine Karte in deren
Trager eine Antenne versenkt ist und in der ein Anzei-
geelement in die Karte hinein laminiert ist.

[0007] Wie zu dem ersten Dokument angegeben,
sind die verschiedenen Lésungen komplex und de-
ren Umsetzung setzt oft Bearbeitungen bzw. Be-
handlungen voraus, bei denen sichergestellt werden
muss, dass diese keine Schaden fur die Bauelemen-
te mit sich bringen.

[0008] Die Erfindung hat eine Chipkarte zum Ge-
genstand, die einen Mikroschalkreis sowie mindes-
tens ein anderes Bauelement, darunter ein auftau-
chendes Bauelement aufweist, deren Herstellung
einfach und zuverlassig ist, ohne weder eine aggres-
sive Behandlung gegenuber den Bauelementen zu
erfordern noch zu einer mechanischen Abschwa-
chung der Karte zu flihren und bei der die eventuell
auf die Karte angewandten Biegekrafte 6rtlich so vor-
teilhaft auf Stellen begrenzt ist, wo sie nur wenige
Auswirkungen haben.

[0009] Die Erfindung hat ebenfalls ein Verfahren zur
Herstellung einer solchen Chipkarte zum Gegen-
stand.

[0010] Die Erfindung schlagt zu diesem Zweck eine
Chipkarte vor, die einen Mikroschaltkreis, mindes-
tens ein anderes Bauelement, darunter ein auftau-
chendes Bauelement und auflere Kontaktstellen in
einem Kartentrager aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mikroschaltkreis, das auftauchende
Bauelement und die duleren Kontaktstellen Teil ei-
ner Untereinheit sind, die in einer Aufnahme fixiert ist,
die in einem dicken Teil des Kartentragers ausgebil-
det wurde, wobei diese Untereinheit einen Tragerfilm
umfasst, der auf einer inneren Seite den Mikroschalt-
kreis und mindestens das auftauchende Bauelement
und auf einer aulieren Seite die duReren Kontaktstel-
len trégt, wobei ein Fenster in diesem Tragerfilm aus-
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gebildet wurde, das in Richtung eines Teils des auf-
tauchenden Bauelements zeigt.

[0011] Zur Herstellung einer solchen Chipkarte,
schlagt die Erfindung auferdem ein Verfahren zur
Herstellung einer Chipkarte vor, die einen Mikro-
schaltkreis und mindestens ein anderes Bauelement,
darunter ein auftauchendes Bauelement aufweist,
welches folgende Verfahrensschritte umfasst:
— Zusammenfluigen einer Untereinheit durch Mon-
tage bzw. Fixierung des Mikroschaltkreises und
mindestens eines auftauchenden Bauelements
auf einen Tragerfilm, indem in diesem Film ein
Fenster ausgebildet wird fir den Zugang zum auf-
tauchenden Bauelement und indem die Verbin-
dungen bzw. Anschlisse mittels Verbindungs-
drahten hergestellt werden,
— Ausbilden einer Aufnahme in dem Kartentrager,
— Fixierung der Untereinheit in der Aufnahme.

[0012] Man wird zu Schatzen wissen, dass die Erfin-
dung eine einfache Lésung fir das Herstellungsprob-
lem einer Chipkarte mit einem Mikroschaltkreis mit ei-
nem Mikroprozessor, ausgestattet mit seinen aul3e-
ren Kontaktstellen sowie mindestens einem auftau-
chenden Bauelement vorsieht, da sie vorschlagt be-
kannte und bewahrte Techniken zu verwenden, ge-
mal denen die Verbindungen tber Drahte zwischen
den in eine Vertiefung (oder mehrere Vertiefungen)
befindlichen Elementen hergestellt werden, die in ei-
nem dicken Teil des Kartentragers ausgebildet wer-
den; abgesehen von der Tatsache, dass eine Unter-
einheit vorgesehen wird, die aus den in der Vertie-
fung (den Vertiefungen) zu montierenden Elementen
besteht, die es ganz leicht ermoglicht die Montage-
und Verbindungs- bzw. Anschlussarbeiten unabhan-
gig von der Aufnahme (den Aufnahmen) in dem Tra-
ger zu machen.

[0013] Nach den bevorzugten, eventuell kombinier-

ten Erkenntnissen bzw. Auffassungen der Erfindung:
— umfasst die Untereinheit auflerdem ein Zwi-
schenelement bzw. Verbindungselement, ange-
schlossen zwischen dem Mikroschaltkreis und
dem auftauchenden Bauelement; die Erfindung
gilt in der Tat fur eine beliebige Anzahl von Baue-
lementen zusatzlich zu dem Element Mikroschalt-
kreis; dieses andere Bauelement kann insbeson-
dere ein Fihrungsstiick bzw. eine Steuerung flr
das auftauchende Bauelement sein,
—werden die Verbindungen innerhalb der Unterei-
nheit hergestellt durch Verbindungsdréhte, was
einem gut beherrschten Verfahren im Bereich
elektrische Verbindungen bzw. Anschliisse ent-
spricht,
- sind diese Verbindungsdrahte jeweils fixiert, ei-
nerseits am Mikroschaltkreis oder auf einem Bau-
element, andererseits an einer Verbindungsflache
bzw. -leiter bzw. -bahn, die von dem Tragerfilm ge-
tragen wird,
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—weist die Aufnahme mindestens eine Vertiefung,
in der der Mikroschaltkreis fixiert ist und eine Ver-
tiefung, in der das auftauchende Bauelement fi-
xiert ist auf, wobei mindestens eine Rippe zwi-
schen den Vertiefungen vorgesehen ist,

— weist der Tragerfilm eine bezuglich Biegung me-
chanisch abgeschwachte Zone zwischen mindes-
tens dem Mikroschaltkreis und einem Bauelement
auf, dazu geeignet um gegen eine Rippe zu sto-
Ren bzw. zu dieser zu reichen; eine solche me-
chanisch abgeschwachte Zone ist vorteilhaft aus-
gebildet auf beiden Seiten des Mikroschaltkreises
und jedes anderen Bauelements,

— andere mechanisch abgeschwachte Zonen kon-
nen quer zu den ersten angeordnet werden, was
die Flexibilitdt der Untereinheit noch weiter ver-
bessert,

— jede mechanisch abgeschwachte Zone weist
vorzugsweise mindestes einen Spalt auf,

— Verbindungsflachen werden zwischen dem Mi-
kroschaltkreis und jedem Bauelement ausgebil-
det, jede einzelne in Richtung einer Rippe zei-
gend,

wobei jede Flache bzw. Leiter bzw. Bahn von min-
destens einer mechanisch abgeschwachten Zone
gekreuzt wird,

— der Tragerfiim umfasst mechanisch abge-
schwachte Zonen, die parallel verlaufen, und so-
gar solche Zonen, die in mindestens zwei Rich-
tungen angeordnet sind,

—jede Vertiefung ist mit festem bzw. steifem Mate-
rial gefullt, das den Mikroschaltkreis oder ein an-
deres Bauelement umfasst und sich bis zum Tra-
gerfilm erstreckt,

— jede Vertiefung ist an der Peripherie ihres Bo-
dens mit mindestens einer Absenkung ausgestat-
tet.

[0014] Analog zu dem soeben Uber die Chipkarte
der Erfindung Dargelegten, umfasst das Herstel-
lungsverfahren derselben Vorteilhafterweise folgen-
de MalRnahmen, eventuell in Kombination:
— In der Aufnahme wird eine Vertiefung fir den Mi-
kroschaltkreis und eine Vertiefung firr das auftau-
chende Bauelement ausgebildet,
— In dem Tragerfilm werden bezlglich Biegung
mechanisch abgeschwéachte Zonen ausgebildet
mindestens zwischen dem Mikroschaltkreis und
dem auftauchenden Bauelement,
— Im den Tragerfilm werden bezlglich Biegung
mechanisch abgeschwéachte Zonen ausgebildet
auf beiden Seiten des Mikroschaltkreises und je-
des Bauelements; es kénnen aullerdem weitere
bezuglich Biegung mechanisch abgeschwéachte
Zonen ausgebildet werden, die quer (zum Beispiel
im rechten Winkel) zu den ersten verlaufen,
— Die bezlglich Biegung mechanisch abge-
schwachte Zonen werden ausgebildet mittels
Spalten,
—Mindestens eine beziiglich Biegung mechanisch
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abgeschwachte Zone wird in Richtung einer Rip-
pe angeordnet, die in der Aufnahme zwischen
zwei Vertiefungen ausgebildet wurde,

— Verbindungsflachen verbunden mit dem Mikro-
schaltkreis oder einem Bauelement mittels Drah-
ten werden gekreuzt von den bezlglich Biegung
mechanisch abgeschwachten Zonen,

— Mindestens eine Absenkung wird an der Peri-
pherie des Bodens von mindestens einer Vertie-
fung ausgebildet,

— Im Tragerfilm wird eine Vielzahl von beziglich
Biegung mechanisch abgeschwachten Zonen
ausgebildet, die parallel sind oder eine Vielzahl
von mechanisch abgeschwachten Zonen ausge-
bildet, die mindestens in zwei Richtungen ange-
ordnet sind.

[0015] Gegenstande, Charakteristika und Vorteile
der Erfindung gehen aus der folgenden Beschrei-
bung hervor, die beispielhaft zur Verdeutlichung
dient, jedoch nicht erschépfend, was die beigefugten
Abbildungen angeht, ist:

[0016] Abb. 1 ist eine Ansicht der Untereinheit von
der Innenseite, gebildet aus den verschiedenen Bau-
elementen,

[0017] Abb. 2 ist eine Obenansicht der Karte, die
man von dieser Untereinheit aus erhalt, welche wie-
derum von der gegenuiber liegenden Seite zur Abb. 1
gezeigt wird,

[0018] Abb. 3 ist eine Untenansicht, analog zu der
Ansicht von Abb. 1, von einer Untereinheit geman
der bevorzugten Ausflihrungsvariante der Erfindung,

[0019] Abb. 4 ist ein Querschnitt dieser Unterein-
heit, die Uber einer Vielzahl von Vertiefungen sitzt, die
in einem Kartentrager ausgebildet wurden,

[0020] Abb.5 ist eine Ansicht analog zu der in
Abb. 4, nachdem die Vertiefungen mit Fixierharz
ausgefillt wurden, und

[0021] Abb. 6 ist eine Detailansicht einer Vertie-
fung, entsprechend einer weiteren Ausfiihrungsvari-
ante.

[0022] Die Abb. 1 und Abb. 2 stellen eine Unterein-
heit S1 dar, isoliert oder inmitten einer Karte in ferti-
gem Zustand betrachtet.

[0023] Diese Untereinheit S1 weist einen Mikro-
schaltkreis 1 auf, der in der Praxis einen Mikropro-
zessor, ein auftauchendes Bauelement 2 und, hier,
ein Zwischenelement 3 aufweist, zum Beispiel ein
Flhrungsstick bzw. Steuerung des auftauchenden
Bauelements 2. Dieses auftauchende Bauelement 2
ist zum Beispiel eine Anzeigevorrichtung, kann aber
auch ganz anderer Natur sein, zum Beispiel ein De-
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tektorelement oder Sendeelement, das dazu be-
stimmt ist, in die Karte integriert zu werden.

[0024] Zwischen den Elementen sind hier Verbin-
dungsflachen 4 und 5 angebracht, wahrend Verbin-
dungssteckstellen 6 um den Mikroschaltkreis 1 her-
um angeordnet sind. Der Mikroschaltkreis 1 ist einer-
seits durch Verbindungsdrahte 7 mit den Verbin-
dungssteckstellen und andererseits Uber Verbin-
dungsflachen 4 via Verbindungsdrahte 8 mit dem
Zwischenelement 3 verbunden, wahrend dieses Zwi-
schenelement mit dem auftauchenden Bauelement 2
Uber die Verbindungsflachen 5 Gber andere Verbin-
dungsdrahte 9 verbunden ist.

[0025] Diese Bauelemente 1, 2 und 3 sowie die Ver-
bindungsflachen 4 und 5 sind auf einen Tragerfilm 10
montiert, in dem ein Fenster 11 ausgebildet ist. Auf
der gegenuiberliegenden Seite von der Seite, auf die
diese Elemente montiert sind, sind duRere Kontakt-
stellen 12 angeordnet, die tber nicht dargestellte Mit-
tel mit den Verbindungssteckstellen 6 verbunden
sind. Als nicht dargestellte Variante, werden die
Steckstellen 6 ausgelassen und der Mikroschaltkreis
wird direkt mit den aufReren Kontaktstellen 12 verbun-
den, wobei die Verbindungsdrahte, in einer an sich
bekannten Art, den Tragerfilm 10 durchdringen (die
Nummer 6 bezeichnet dann die Durchbohrungen des
Kartentragers, durch die die Verbindungsdrahte den
Tragerfilm durchdringen). Laut einer anderen, nicht
dargestellten Variante, kann man die Verbindungsfla-
chen 4 und 5 weglassen, wobei die Verbindungsdrah-
te 8 und 9 eine direkte Verbindung zwischen dem Mi-
kroschaltkreis und dem Zwischenelement und von
diesem zum auftauchenden Bauelement herstellen.
Ein Vorteil dieser Verbindungsflachen ist es, die
Drahte 8 und 9 kiirzen zu kénnen. Ein weiterer Vorteil
wird sich aus den folgenden Abbildungen ergeben.

[0026] Das Fenster 11 hat einen kleineren Quer-
schnitt als der des Zwischenelements, so dass die-
ses in Kontakt bleibt mit dem Tragerfilm 10 Gber min-
destens einen Teil seiner Peripherie. In dem bertck-
sichtigten Beispiel bleibt das Bauelement in Kontakt
mit diesem Tragerfilm an seiner gesamten Periphe-
rie, aber es kann als Variante insbesondere auch nur
Uber seine Enden mit diesem Film verbunden sein.

[0027] Wahrend man nach klassischer Art oftmals
ein Modul, bestehend aus einem diinnen Trager auf
einer Seite des Mikroschaltkreises und seinen aule-
ren Kontaktstellen auf der anderen Seite berticksich-
tigt, wird laut Erfindung ein gréReres Modul verwen-
det, da es andere Bauelemente, hier alles elektroni-
sche Bauelemente, aufweist.

[0028] Die Bauelemente kdnnen auf dem Tragerfilm
durch jedes bekannte geeignete Verfahren fixiert
werden, zum Beispiel durch Aufkleben oder Anhaf-
ten.
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[0029] Was die Verbindungsflachen, die eventuellen
Verbindungssteckstellen und die dufleren Kontakt-
stellen angeht, so erhalt man diese zum Beispiel ins-
besondere durch metallische Ablagerung oder jedes
andere geeignete Verfahren.

[0030] Die Untereinheit nimmt vorzugsweise deut-
lich die ganze Flache der Aufnahme ein, die in dem
Kartentrager P1 ausgebildet wurde.

[0031] Diese Untereinheit kann in einer einzigen
Vertiefung fixiert werden, indem sie dort mit einem
Kleber befestigt wird, oder in der Art fixiert wird wie
man Module fixiert, die lediglich aus einem Mikro-
schaltkreis bestehen, mittels eines Harzes, in den die
Bauelemente eingetaucht werden, ohne dass dies
das vollstdndige Ausfiullen der Vertiefung voraus-
setzt.

[0032] Die Untereinheit ist jedoch, in dieser Varian-
te, so wie dies aus den Abb. 3 bis Abb. 6 hervorgeht,
vorteilhaft in einer Vielzahl von Vertiefungen fixiert,
die in dem Kartentrager P2 ausgebildet sind.

[0033] In dieser Variante hat die Untereinheit S2 die
gleiche Struktur wie die Untereinheit S1 der Abb. 1
und Abb. 2, bis auf die Tatsache, dass die quer lau-
fenden Faltspalten in einem dicken Teil des Trager-
films 10 ausgebildet sind.

[0034] Diese Faltspalten sind vorteilhaft entfernt
von den Bauelementen 1, 2 und 3 ausgebildet. So
gibt es, wie in dem bericksichtigten Beispiel, zwei
Spalten F1 und F2 auf jeder Seite des Mikroschalt-
kreises, zwei Spalten F3 und F4 auf jeder Seite eines
anderen Zwischenelements 3 und zwei Spalten F5
und F6 auf jeder Seite des auftauchenden Bauele-
ments 2. Diese Spalten definieren beziglich Biegung
mechanisch abgeschwachte Zonen, vor allem dann
wenn sie ein Paar bilden (F2 + F3, F4 + F5).

[0035] Diese Spalten haben hier eine V-Form, und
sind, aus Grunden der Verdeutlichung, so dargestellt
als wirden sie sich Uber die gesamte Hohe/Dicke des
Tragerfilms 10 erstrecken. Es ist dennoch so zu ver-
stehen, dass durchaus andere Formen mdglich sind
(Nische, etc...) und sie sich vorzugsweise lediglich
Uber einen Teil der Héhe/Dicke des Tragerfilm erstre-
cken, um dessen Kontinuitat bzw. Einheit zu bewah-
ren.

[0036] Es ist festzustellen, dass sich die Spalten F2
und F3 quer tber die Verbindungsflachen 4, die Spal-
ten F4 und F5 sich hingegen quer Uber die Verbin-
dungsflachen 5 erstrecken.

[0037] Aus den Abb. 4 und Abb. 5, auf denen der
MaRstab der Abb.3 aus Griinden der Lesbarkeit
nicht eingehalten wird, geht hervor, dass eine Vertie-
fung in dem Kartentrager unter jedem Bauelement

zwischen den Spalten ausgebildet ist, die dieses
Bauelement umrahmen. So umfasst der Kartentrager
P2 eine Aufnahme mit einer Vertiefung C1 fir den Mi-
kroschaltkreis 1, einer Vertiefung C2 fiir das auftau-
chende Bauelement 2 und eine Vertiefung C3 fiir das
Zwischenelement.

[0038] Als Variante (nicht dargestellt), kann die glei-
che Vertiefung fur zwei Bauelemente vorgesehen
werden, wahrend es fir das gleiche Bauelement mit
einer gewissen Flexibilitdt zwei (oder mehr) Vertie-
fungen geben kann.

[0039] Es ist festzustellen, dass in dem dargestell-
ten Beispiel die Verbindungsflachen 4 und 5 so die
Rippen 15 und 16 Uberragen, die respektive die Ver-
tiefungen C1 und C2 und die Vertiefungen C3 und C4
trennen, indem sie auf jeder der Seiten dieser Uber-
stehen; die Flachen 17 und 18 sind zudem an den
Enden der Aufnahme ausgebildet, respektive neben
den Vertiefungen C1 und C3, unter den Spalten F1
und F6.

[0040] In Abb. 4 werden der Mikroschaltkreis 1, die
Bauelemente 2 und 3, die Verbindungsflachen 4 und
5 sowie eine Verbindungssteckstelle 6 und zwei au-
Rere Kontaktstellen 12 schematisch dargestellt; die
Verbindungsdrahte werden ebenso schematisch dar-
gestellt (einschliel3lich eventueller Drahte, die um
das betroffene Element herum verlaufen), ohne je-
doch vorzugeben, alle durchgefihrten Verbindungen
aufzeigen zu wollen. Es ist jedoch festzustellen, dass
jedes Bauelement mindestens teilweise in einer be-
stimmten Vertiefung enthalten ist, wobei die Verbin-
dungen zwischen den Vertiefungen tber die Verbin-
dungsflachen erfolgen. In der oben betrachteten Va-
riante, in der die (Verbindungs-)Flachen weggelas-
sen wurden, mussen die Drahte in ausreichender
Lange vorgesehen werden, damit diese Uber die Rip-
pen 15 und 16 laufen kénnen.

[0041] Es ist aulterdem festzustellen, dass auf die-
ser Abb. 4 das auftauchende Bauelement aus auf-
einander gestapelten Schichten gebildet wird, darun-
ter bestimmte, die aus der Aufnahme herausragen;
das Bauelement kann jedoch naturlich vollstéandig in
der Aufnahme im Kartentrager P2 enthalten sein. Au-
Rerdem werden alle Schichten so dargestellt als hat-
ten diese die gleichen Male, in der Praxis haben die-
se jedoch Vorteilhafterweise unterschiedliche Malle
mit Innenschichten, die gréRer sind als die Schichten,
die aufRerhalb von diesen angeordnet sind, so kon-
nen die Innenschichten zur mechanischen Fixierung
des Bauelements auf dem Tragerfilm dienen (durch
Aufkleben oder einem anderen geeignetem Mittel).

[0042] Ein Harz zur Verkapselung kann auf jedes
Bauelement aufgetragen werden, bevor es in der
Aufnahme des Kartentragers fixiert wird, ein solches
Harz zur Verkapselung sollte jedoch vorzugsweise in
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jede Vertiefung aufgetragen werden, bevor die Unter-
einheit platziert wird. Man kann hier auf die Erkennt-
nisse der Dokumente EP-1 050 844 (oder US-6 372
541) und EP-1 050 845 oder EP-0 519 564 (oder
US-5 585 669 oder US-5 438750) verweisen.

[0043] Wie in Abb. 5 dargestellt, fiillt das Harz zur
Verkapselung Vorteilhafterweise die Vertiefungen
vollstandig aus, ohne jedoch (zumindest vollstandig)
weder die Flachen noch die Spitze der Rippen zu be-
decken. Daraus ergibt sich, dass das Harz zur Ver-
kapselung, mit Nummer 20, auf dem Boden der Ver-
tiefung haftet, indem es in jeder Vertiefung feste bzw.
steife Blocke (oder Glieder einer Kette) bildet, beste-
hend aus der Vertiefung, des darin angeordneten
Bauelements, das mit Hilfe des Harz fixiert wurde und
das es umgibt und des Teils des Tragerfilms, der sich
zwischen den zwei Spalten, die die betroffenen Ver-
tiefung umgeben, befindet. Der Raum zwischen den
Blocken, d.h. zwischen den Spalten F2 und F3, F4
und F5 oder die Enden des Tragerfilms aul3erhalb der
Spalten bilden hingegen Scharniere, in denen even-
tuellen Biegekrafte ausgelibt werden, denen die Kar-
ten ausgesetzt sein kdnnen, was so die von den Bau-
elementen im Betrieb erlittene Belastung minimiert.
Man erhalt so eine Karte mit einer gewissen Flexibili-
tat, ohne das jedoch die Bauelemente selbst bean-
sprucht werden.

[0044] Es ist festzustellen, dass die Spalten F1 bis
F6 in diesem Fall, parallel und quer verlaufen ...,.

[0045] In einer nicht abgebildeten Variante, werden
andere bezlglich Biegung mechanisch abge-
schwachte Zonen quer (zum Beispiel im rechten Win-
kel) zu den Spalten F1 bis F6 in dem Tragerfilm aus-
gebildet. Dies kann insbesondere dann nitzlich sein,
wenn die Bauelemente nicht in einer einzigen Reihe,
sondern als Netz bzw. System mit zwei Dimensionen
(im rechten Winkel oder nicht) angeordnet sind, wo-
bei die Spalten in jede der Richtungen, vorzugsweise
von den Bauelemente entfernt, angeordnet sind.

[0046] In einer anderen nicht dargestellten Ausfih-
rungsart, sind die Spalten F1 bis F6 in unterschiedli-
chen Winkeln geneigt, zum Beispiel sind die Spalten
F2 und F3 beide nach oben rechts geneigt, die Spal-
ten F4 und F5 beide nach oben links. So findet der
Scharnier-Effekt — je nach Belastungsgrad — vorwie-
gend in den Spalten F1 und F6 oder in den Spalten
F2 und F3 oder in den Spalten F4 und F5 statt.

[0047] In der Variante von Abb. 6, ist der Boden der
Vertiefungen nicht vollstandig gerade, sondern ent-
halt eine Absenkung 18 (eine periphere Rille oder
aufeinander folgende Vertiefungen), was den Vorteil
hat, das die Beanspruchung an der Peripherie des
Bodens dieser Vertiefungen lokalisiert ist.

[0048] Der Kartentrager erleidet an dieser Stelle

6/11

starke Beanspruchungen, was somit die anderen Be-
reiche entlastet. Um jedoch das Bruchrisiko zu mini-
mieren, wird der Kartentrager Vorteilhafterweise aus
widerstandsfahigem Polymer wie z.B. PC (Polykar-
bonat) oder PETF (Polyethylenterephthalat, kristalli-
nisch durch Streckung) hergestellt.

[0049] Es ist festzustellen, dass die Herstellung die-

ser Chipkarte somit folgende Verfahrensschritte um-

fasst:
— Zusammenfligen einer Untereinheit S1 oder S2
durch Montage der verschiedenen Bauelemente
(Mikroschaltkreis, auftauchendes Bauelement
und eventuell Fihrungsstiicke bzw. Steuerungen)
auf einen Tragerfilm 10, zum Beispiel durch Auf-
kleben oder Anhaften, indem in dem Film ein Zu-
gangsfenster (zumindest visueller ,Zugang") zum
auftauchenden Bauelement ausgebildet wird, und
die Verbindungen mit Verbindungsdrahten herge-
stellt werden, wobei der Tragerfilm vorzugsweise
mit Biegespalten zwischen jedem Bauelemente
versehen ist,
— Ausbilden einer Aufnahme (C1 + C2 + C3) in
dem Kartentrager, und zwar Vorteilhafterweise
aus so vielen Vertiefungen bestehend wie es Bau-
elemente gibt,
— Fixierung der Untereinheit in der Aufnahme,
durch Fixierung jedes Bauelements in einer Ver-
tiefung der Aufnahme, wobei diese Fixierung vor-
zugsweise Mittels eines Harzes zur Verkapselung
erfolgt, das jede Vertiefung der Aufnahme filllt.

[0050] Man kann feststellen, dass die Untereinheit
ganz einfach mit Hilfe einer Standardausristung zum
Kleben und Kabelschweilfen konstruiert werden
kann, die klassischerweise auch fir die Erstellung
von Chipkartenmodulen verwendet wird, die lediglich
einen Mikroschaltkreis und dessen auflere Kontakt-
stellen enthalten. Diese kann dann ganz leicht mit
klassischen Mitteln — wie auch bei ,einfachen" Modu-
len Ublich — platziert werden.

[0051] Das in dem Tragerfilm ausgebildete Fenster
verhindert nicht, dass das auftauchende Bauelement
von einem durchsichtigen Schutzfilm bedeckt ist.

Patentanspriiche

1. Chipkarte mit einem Mikroschaltkreis, mindes-
tens einem anderen Bauelement, darunter ein auf-
tauchendes bzw. sich Offnung verschaffendes bzw.
mundendes Bauelement, und dufleren Kontaktstel-
len in einem Kartentrager, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mikroschaltkreis (1), das auftauchende
Bauelement (2) und die duReren Kontaktstellen (12)
Teil einer Untereinheit (S1, S2) sind, die in einem di-
cken Teil des Kartentragers ausgebildeten Aufnahme
(C1 + C2 + C3) fixiert ist, wobei diese Untereinheit ei-
nen Tragerfilm (10) aufweist, der auf einer inneren
Seite des Mikroschaltkreises (1) und zumindest das
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auftauchende Bauelement (2) und auf der aufderen
Seite die dulReren Kontaktstellen (12) tragt, wobei auf
diesem Tragerfilm ein Fenster in Richtung eines Teils
des auftauchenden Bauelements ausgebildet ist.

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Untereinheit zusatzlich ein Zwi-
schenelement bzw. Verbindungselement (3) zwi-
schen dem Mikroschaltkreis (1) und dem auftauchen-
den Bauelement (2) enthalt.

3. Chipkarte nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verbindungselement ein Fih-
rungsstick fur das auftauchende Bauelement dar-
stellt.

4. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen in-
nerhalb der Untereinheit durch Verbindungsdrahte
(7, 8, 9) ausgebildet werden.

5. Chipkarte nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Verbindungsdraht einerseits an
dem Mikroschaltkreis (1) oder einem Bauelement (2,
3) und andererseits an einer von dem Tragerfilm ge-
tragenen Verbindungsflache bzw. -leiter bzw. -bah-
nen (4, 5) fixiert ist.

6. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme min-
destens eine Vertiefung bzw. Hohlraum (C1), in dem
der Mikroschaltkreis (1) fixiert ist, und einen Hohl-
raum (C2) aufweist, in dem das auftauchende Baue-
lement (2) fixiert ist, wobei mindestens eine Rippe
bzw. Vertiefung (15, 16) zwischen den Hohlrdumen
vorgesehen ist.

7. Chipkarte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Tragerfilm zumindest zwischen
dem Mikroschaltkreis und einem Bauelement eine
beziuglich Biegung mechanisch abgeschwéachte
Zone enthalt, die dazu geeignet ist, gegen eine Rippe
bzw. Vertiefung zu stolRen bzw. zu dieser zu reichen.

8. Chipkarte nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine mechanisch abgeschwachte
Zone an beiden Seiten des Mikroschaltkreises und
jedes Bauelements angebracht ist.

9. Chipkarte nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass jede mechanisch abge-
schwachte Zone mindestens einen Spalt (F1 bis F6)
aufweist.

10. Chipkarte nach einem der Anspriche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsfla-
chen bzw. -bahnen (4, 5) zwischen dem Mikroschalt-
kreis und jedem Bauelement angebracht sind, wobei
jede in Richtung einer Rippe bzw. Vertiefung zeigt,
wobei jede Flache bzw. Bahn von mindestens einer
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mechanisch abgeschwachten Zone gekreuzt wird.

11. Chipkarte nach einem der Anspriiche 6 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Hohlraum
mit einem festen bzw. steifen Material gefillt ist, und
zwar den Mikroschaltkreis oder ein Bauelement ent-
haltend und sich bis zum Tragerfilm erstreckend.

12. Chipkarte nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Hohlraum in der Peripherie sei-
nes Bodens mindestens eine Absenkung bzw. Vertie-
fung (18) aufweist.

13. Herstellungsverfahren einer Chipkarte mit ei-
nem Mikroschaltkreis und mindestens einem weite-
ren Bauelement, darunter ein auftauchendes bzw.
sich Offnung verschaffendes bzw. miindendes Baue-
lement, das folgende Verfahrensschritte umfaft:

— Zusammenflgen einer Untereinheit (S1, S2) durch
Montage des Mikroschaltkreises (1) und zumindest
des auftauchenden Bauelements (2) auf einem Tra-
gerfilm (10), indem in dem Film ein Fenster (11) als
Zugang zum auftauchenden Bauelement ausgebildet
wird und indem die Verbindungen mittels Verbin-
dungsdrahten gewahrleistet werden,

— Ausbilden von Aufnahmen (C1 + C2 + C3) in dem
Kartentrager,

— Fixierung der Untereinheit in den Aufnahmen.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man in der Aufnahme einen
Hohlraum (C1) fur den Mikroschaltkreis (1) und einen
Hohlraum (C2) fur das auftauchende Bauelement (2)
ausbildet.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man auf dem Tragerfilm beziig-
lich Biegung mechanisch abgeschwachte Zonen (F2,
F3, F4, F5), zumindest zwischen dem Mikroschalt-
kreis und dem auftauchenden Bauelement, ausbil-
det.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man auf dem Tragerfilm beziig-
lich Biegung mechanisch abgeschwachte Zonen auf
beiden Seiten des Mikroschaltkreises und jedes Bau-
elements ausbildet.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass man die bezlglich Bie-
gung mechanisch abgeschwachten Zonen mittels
Spalte (F1, ..., F6) ausbildet.

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
bezuglich Biegung mechanisch abgeschwachte
Zone in Richtung einer Rippe bzw. Vertiefung (15, 16)
angeordnet ist, und zwar in der Aufnahme zwischen
zwei Hohlrdumen.
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19. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungsfla-
chen bzw. -leiter bzw. -bahnen (4, 5), die mittels
Drahten mit dem Mikroschaltkreis oder einem Baue-
lement verbunden sind, von den beziiglich Biegung
mechanisch abgeschwachten Zonen gekreuzt wer-
den.

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Absenkung bzw. Vertiefung (18) an der Peripherie
des Bodens von mindestens einem Hohlraum ausge-
bildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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